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Technische Daten 
Firma 

Modell 

 UKP Laser 
Pulsar Photonics GmbH 

RDX500 

   
Anwendung:  Ablatieren, Strukturieren & Schneiden 

Materialien:  ITO, Glas, Organik, Silizium, Kupfer, Silber 

Schichtdicke:  Abhängig von der zu bearbeitenden Schicht 

Strukturgröße:  ca. 10 µm (mit Beam-Shaper) 

ca. 30 µm (ohne Beam-Shaper) 

xy-Genauigkeit:  ± 0,1 µm 

Bearbeitungsfeld:  230 x 160 mm² 

Geschwindigkeit:  >2000 mm/s 

Repetitionsrate:  100 kHz – 5 MHz 

Pulsdauer:  10 Ps 

Durchschnittliche Leistung:  10 W 

Wellenlänge:  532 nm 

Objektive:  f100 mm 

f170 mm 

   

Besondere Merkmale:  HEPA 10-Absaugung 

Ein-Schritt-Prozess 

Maskenlose Prozessierung 

Kompatibel mit jeglicher CAD basierten Software 

   

Zubehör:  Beam-Shaper 

Beam-Splitter 

info@copt-zentrum.de 


